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Die Agenda

1. Warum braucht es Underfill?

2. Was sind die Herausie
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3. Wie sieht
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Warum Underfill?

Schutz vor Reduzierung
Lotstellener- thermischer
mudung Belastung

Mechanische
Stabilisierung




Exkurs: Andere Verfahren im Vergleich

Coating Abdichtung

Losemittelanteile Problematischer
des Lacks Lufteinschluss

Thermischer Kondensat bildet
Belastungseinfluss sich




Exkurs: Andere Verfahren im Vergleich

Underfill Coating Abdichtung

Vollstandige Losemittelanteile Problematischer
Fullung x des Lacks Lufteinschluss

Keine Konden- x Thermischer Kondensat bildet

satbildung Belastungseinfluss sich




Herausforderungen?

Das Material

Das Bauteil (Dosiermuster)
und die Leiterplatte




‘/ Material

* Wird meistens vom Chip-Hersteller empfohlen
* Lagerung tiefgekuhlt
* Kartuschen als Gebinde da nur geringe Mengen benotigt werden

* Muss vor Verwendung eine gewisse ._
Zeit bei Raumtemperatur Freezing ‘ '
akklimatisieren Cabinet

* Geringe Verarbeitungszeit o, e o ‘

-

* Muss zur Verarbeitung und zur
Erreichung der idealen Viskositat
temperiert werden
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Bauteil und Leiterplatte

* Bestimmen den Applikator

* |dealerweise keine ,,hohen*
Bauteile in der Nahe

* Freiflachen um das Bauteil
notwendig damit das Material
nicht ,,geklaut® wird

e Bestimmen das Dosiermuster
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Dosiermuster

FlieBverhalten

des Materials

und GroBBe des
zu unterfullenden

Bauteils
bestimmen das
Dosiermuster




Der Prozess

Applikator

Temperierung

Kontrolle

Maschine




Applikator

 ]DX - kontaktloses Jetventil
e Minimales Dosiervolumen 10nl

* Beheizt bis 70 Grad
(Verarbeitung bei ca. 45 Grad)

* Geringer Wartungsaufwand
e Alternative: Nadelventil
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Verarbeitungstemperatur

* Vorheizzone (Taktzeit)

e Beheizter
Arbeitsbereich

* Sensor zur Messung
der LP-Temperatur
(ca. 90 Grad Celsius)

 Beheizte Ventile
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Kontrolle

* Temperaturuberwachung:
* Ventil
* Vorheizzone
* Arbeitsbereich
* Leiterplatte

* Prazisionswaage

* Laserhohenmessung fur idealen
Abstand des Applikators zur
Leiterplattenoberflache

* Optische Kontrolle der
gegenuberliegenden Seiten
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Maschine

* Delta 8 —Inline
* MES-Anbindung

* Verheiratung von Material und LP
* LP-Klemmung

* Fiducial-Erkennung

* Temperaturuberwachung
* HOhenvermessung

* Waage

* Underfill

e Optische Kontrolle
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Automatisierung des Prozesses




Wann ist der Prozess erfolgreich?
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Rontgeninspektion:
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Sie haben ein Projekt?




